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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Integrierte Schaltung ultrahoher Dichte mit BLP-Stapel sowie Verfahren zum Herstellen derselben 

(§) Es wird ein BLP-Stapel (2) mit hoher Zuverlassigkeit 
und kleiner Montageflache sowie mit hoher Packungs- 
dichte offenbart. Dieser Baustein weist Folgendes auf: 

- einen ersten Baustein (10) mit aufceren Spannungsan- 
schluftleitungen (11), die an ihrem Anfang jeweils durch 
den Boden desselben ins Freie treten und sich iiber eine 
Seitenflache zur Oberseite erstrecken, mit unteren Zulei- 
tungsabschnitten (111) an der Unterseite, seitlichen Zulei- 
tungsabschnitten (113) an der Seitenflache und oberen 
Zuleitungsabschnitten (112) an der Oberseite; und 

- einen zweiten Baustein (20) mit aufceren Spannungsan- 
schluftleitungen (21), die an ihrem Anfang durch den Bo- 
den desselben ins Freie treten und mit den aufteren Span- 
nungsanschlufcleitungen des ersten Bausteins in Kontakt 
gebracht sind, um mit diesen elektrisch verbunden zu 

■ sein. 
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Die Erfindung betrifrt einen BLP(Bottom Leaded Pak- 
kage = Baustein mit Zuleitungen am Boden)- Stapel inte- 
grierter Schaltungen ultrahoher Dichte sowie ein Verfahren 5 
zum Herstellen desselben. 

Im Allgemeinen wurden in der Vergangenheit Baustein- 
herstellungstechniken fur integrierte Schaltungen dahinge- 
hend entwickelt, Forderungen hinsichtlich Miniaturisierung 
an die Halbleiterindustrie zu genugen. Verbesserte Verfah- 10 
ren zum Miniaturisieren integrierter Schaltungen, die die In- 
tegration von Millionen von Schaltungselementen in eine 
einzelne integrierte, auf Silizium aufgebaute Schaltung er- 
moglichen, haben zu erhohter Hervorhebung von Verfahren 
gefuhrt, durch die diese Schaltungen in raumlich effizienten, 15 
aber dennoch zuverlassigen und in Massen herstellbaren 
Bausteinen eingebaut werden. 

Die Fig. 1A-3C veranschaulichen die Schritte von Her- 
stellprozessen zum Erhalten von Stapeln von Halbleiterspei- 
cher-Bauelementen. Spezieller werden Schritte eines Her- 20 
stellprozesses fur einen bekannten TSOP(Thin Small Out- 
line Package = Flachbaustein mit kleiner AuBenkontur)-Sta- 
pel 5 eriautert. 

GemaB den Fig. 1 A und IB werden ein oberes und ein un- 
teres TSOP 50 bereitgestellt. Wie es in Fig. 2B dargestellt 25 
ist, werden die beiden umgebogenen AuBenzuleitungen 500 
an jedem der TSOPs 50 geradegerichtet, wie es in Fig. 2B 
dargestellt ist, und die Enden werden abgeschnitten, so dass 
nur kurze Stiicke verbieiben, wie es in Fig. 2C dargestellt 
ist. Dann werden die TSOPs 50 aufeinander gestapelt und 30 
miteinander verbunden, wahrend die Zuleitungen ausgerich- 
tet sind, wie es in Fig. 3 A dargestellt ist. Zwischen das obere 
und untere TSOP 50 wird ein Kleber 501 eingebracht. Wie 
es in Fig. 3B dargestellt ist, werden Stapelschienen 510 mit 
Lochern 511 zum Einfuhren der AuBenzuleitungen 500 der 35 
TSOPs 50 und zum AnschlieBen derselben bereitgestellt, 
diese Locher 511 und die Vorderenden der AuBenzuleitun- 
gen 500 an den verklebten TSOPs 50 werden ausgerichtet, 
und dann werden diese AuBenzuleitungen 500 in die Locher 
511 eingefuhrt. AnschlieBend wird Kleber 503 auf die Un- 40 
terseite der oberen Teile der Schienen 510 aufgetragen, und 
die Schienen und die Oberflache des oberen TSOP 50 wer- 
den aneinander befestigt, wodurch eine weitere Bewegung 
der Schienen 510 verhindert ist. Auf die Oberseiten der Lo- 
cher 511 wird eine Lotpaste 502 aufgetragen und erwarmt, 45 
so dass sie die Schienen 510 und die AuBenzuleitungen 500 
miteinander verbindet. Anstatt dass Lotpaste auf die zu ver- 
bindenden Teile aufgetragen wird, konnen diese auch in ge- 
schmolzenes Lot eingetaucht werden. 

So wird durch mechanischen und elektrischen Anschluss 50 
der zwei Bausteine ein TSOP-Stapel 5 mit doppelter Spei- 
cherkapazitat hergestellt. Die Speicherkapazitat des Bau- 
steinestapels kann dadurch variiert werden, dass so viele 
TSOPs 50 aufeinander gestapelt werden, dass die erforderli- 
che Speicherkapazitat erreicht wird. Wenn z. B. ein 8-Mega- 55 
DRAM-Bausteinestapel aus 4-Mega-DRAM-TSOPs herge- 
stellt werden soli, werden zwei dieser TSOPs aufeinander 
gestapelt, wahrend vier aufeinander gestapelt werden, wenn 
aus ihnen ein 16-Mega-DRAM-Bausteinestapel hergestellt 
werden soli. 60 

Fig. 5 veranschaulicht ein anderes Beispiel eines bekann- 
ten Stapelbausteins zum Bereitstellen eines diinnen Baustei- 
nestapels 6, der dennoch bestandig, widerstandsfahig gegen 
mechanische Beeinflussung durch Feuchtigkeit und Verwin- 
dung ist und auBerdem gute Warmeabstrahlung zeigt, wie es 65 
im Dokument US-A-5,446,620 im Einzelnen offenbart ist. 

Jedoch fuhrt der bekannte einfache Bausteinestapel von 
Chipbausteinen zu einem sperrigen und schweren Stapel. 


A 2 

Auch bestehen beim blMlnten Bausteinestapel Probleme 
dahingehend, dass die Anschliisse an den Schienen 510 frei- 
liegen und keine zufriedenstellende Festigkeit aufweisen, 
was die Zuverlassigkeit beeintrachtigt. AuBerdem konnen 
die langen Signalleitungen von den Bondflecken am Halb- 
leiterchip 7 zu einer gedruckten Leiterplatte (die AuBenzu- 
leitungen und die Schienen) eine Signal verzogerung verur- 
sachen, die schnelles Funktionsvermogen beeintrachtigt 
oder zu mehr Storsignalen fuhrt, was die Zuverlassigkeit 
hinsichtlich der elektrischen Funktion beeintrachtigt. Ande- 
rerseits konnen die wiederholten Kleberbondschritte beim 
Herstellprozess zu einer Verwindung der Komponenten fuh- 
ren oder die Verwindungskraft zwischen einem Halbleiter- 
chip und einem Vergusskorper schwachen. AuBerdem fiih- 
ren die erhohte Anzahl von Herstellschritten durch das zu- 
satzliche Aufstapeln der fertiggestellten Bausteine und das 
Erfordemis gesonderter Stapelausriistungen neben den zum 
Herstellen des fertiggestellten Bausteins erforderlichen 
Ausrustungen zu zusatzlichen Kosten und einer langeren 
Herstellzeit. Insbesondere sind im Fall eines TSOP-Stapels 
5 die Prozessschritte zum Stapeln der Bausteine durch das 
S tree ken und Abschneiden uberflussiger Teile der AuBenzu- 
leitung an den fertigen TSOPs 50, die gesonderte Herstel- 
lung der Schienen 510 und die Ausrichtung der Zuleitungen 
500 zwischen dem oberen und dem unteren TSOP 50 zum 
Einfuhren der Zuleitungen 500 in die Locher 511 in den 
Schienen 510 wie auch die Befestigung der Schienen an der 
Oberseite des oberen Bausteins sehr kompliziert. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Stapel 
von Hauptleiterbausteinen mit hoher Dichte und kurzen Si- 
gnalleitungen sowie hervorragender mechanischer und elek- 
trischer Zuverlassigkeit sowie ein Verfahren zu dessen Her- 
stellung zu schaffen. 

Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Stapels durch die Leh- 
ren von Anspruch 1 und hinsichtlich des Verfahrens durch 
die Lehre von Anspruch 10 gelost. Der erfindungsgemaBe 
Stapel ist leicht, flach, kurz und klein und benotigt weniger 
Montageflache bei dichterer Packungsdichte, wobei den- 
noch hohe Zuverlassigkeit erzielt wird. GemaB einer ersten 
Erscheinungsform verfugt ein BLP-Stapel integrierter 
Schaltungen ultrahoher Dichte uber einen 3D(dreidimensio- 
nalen)-BLP mit externen Spannungsanschlussleitungen, die 
an ihrem Anfang durch dessen Boden ins Freie ftihren und 
sich um die Unterseite, eine Seitenflache und die Oberseite 
des Korpers des Bausteins erstrecken, wobei auf diesen 3D- 
BLP ein Standard-BLP mit unteren Zuleitungen auf gesta- 
pelt ist, die in Kontakt mit den unteren Zuleitungen des BLP 
gebracht sind. 

GemaB einer zweiten Erscheinungsform der Erfindung ist 
ein BLP-Stapel integrierter Schaltungen ultrahoher Dichte 
geschaffen, mit mindestens zwei 3D-BLPs geschaffen, die 
aufeinanderfolgend aufgestapelt sind, so dass Zuleitungsab- 
schnitte eines oberen 3D-BLP und Zuleitungen an einem 
unteren 3D-BLP elektrisch miteinander verbunden sind, 
wobei die 3D-BLPs auBere Spannungsanschlussleitungen 
aufweisen, die an ihrem Anfang jeweils durch den Boden 
derselben gehen und sich in gebogener Weise so erstrecken, 
dass sie die Unterseite, eine Seitenflache und die Oberseite 
des Korpers des Bausteirifc umgeben. 

GemaB einer dritten Erscheinungsform der Erfindung ist 
ein BLP-Stapel mit einem ersten BLP-Stapel und einem 
zweiten BLP-Stapel, der mit dem ersten identisch ist und 
diesem gegenuberstehend so angeordnet ist, dass die unte- 
ren Zuleitungsabschnitte der 3D-BLP im zweiten BLP-Sta- 
pel in Kontakt mit den unteren Zuleitungsabschnitten des 
3D-BLP im ersten BLP-Stapel gebracht sind, geschaffen, 
wobei der erste BLP-Stapel einen 3D-BLP mit externen 
Spannungsanschlussleitungen aufweist, die an ihrem An- 
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fang jeweils durch den Boden dess^^i ins Freie treten und 
sich in gebogener Weise so erstrecken, dass sie die Unter- 
seite, eine Seitenflache und einen Teil der Oberseite dessel- 
ben umgeben, und mit einem Standard-BLP, der so auf den 
3D-BLP gestapelt ist, dass die unteren Zuleitungen des 5 
Standard-BLP elektrisch mit den oberen Zuleitungsab- 
schnitten verbunden sind, die an der Oberseite des Korpers 
des 3D-BLP freiliegen. 

GemaB einer vierten Erscheinungsform der Erfindung ist 
ein BLP-Stapel mit einem 3D-B LP rnit auBeren Spannungs- 10 
anschlussleitungen geschafTen, die an ihrem Anfang jeweils 
durch den Boden desselben ins Freie treten und sich gebo- 
gen so erstrecken, dass sie die Unterseite, eine Seitenflache 
und einen Teil der Oberseite desselben umgeben, wobei ein 
Standard-BLP auf die unteren Zuleitungsabschnitte des 3D- 15 
BLP so aufgesetzt ist, dass die unteren Zuleitungen elek- 
trisch in Kontakt mit den oberen Leitungsabschnitten des 
3D-BLP gebracht sind, die an der Oberseite des Korpers 
desselben freiliegen, und wobei zwischen den 3D-BLP und 
den Standard-BLP Abstandshalter eingesetzt sind, um diese 20 
zwei BLPs voneinander zu beabstanden. 

Zusatzliche Vorteile, Aufgaben und andere Merkmale der 
Erfindung werden teilweise in der folgenden Beschreibung 
dargelegt, und teilweise werden sie dem Fachmann bei der 
Untersuchung des Folgenden oder beim Ausiiben der Erfin- 25 
dung erkennbar. Die Aufgaben und Vorteile der Erfindung 
werden speziell durch die MaBnahrnen erzielt, wie sie in den 
beigefugten Anspruchen dargelegt sind. 

Die Erfindung wird aus der nachfolgenden detaillierten 
Beschreibung und den beigefugten Zeichnungen, die nur zur 30 
Veranschaulichung dienen und demgemaB fur die Erfindung 
nicht beschrankend sind, vollstandiger zu verstehen sein. 

Fig. 1A-3C zeigen Querschnitte zum Veranschaulichen 
jeweils eines Schritts eines bekannten Prozesses zum Her- 
stellen eines Stapels von Halbleiterbausteinen, wobei 35 

Fig. 1A-1B Querschnitte fertiggestellter TSOPs zeigen, 
die fur den Stapelvorgang bereitgestellt werden; 

Fig. 2A-2C Querschnitte zeigen, die Schritte eines Ab- 
schneidprozesses fur AuBenzuleitungen an einem TSOP 
veranschaulichen; und 40 

Fig. 3A-3C Querschnitte zeigen, die Schritte eines Pro- 
zesses zum Einfuhren eines TSOP-Stapels in Stapelschienen 
und zum gegenseitigen Verloten veranschaulichen; 

Fig. 4A ist ein Querschnitt eines bekannten Stapels von 
Halbleiterbausteinen; 45 

Fig. 4B ist eine Seitenansicht des Stapels gemaB Fig. 4A 
gesehen aus einer Richtung "A"; 

Fig. 5 ist eine Seitenansicht eines anderen Beispiels eines 
bekannten Stapels von Halbleiterbausteinen; 

Fig. 6A ist ein Querschnitt eines erfindungsgemaBen 50 
Standard-BLP; 

Fig. 6B ist ein Querschnitt eines erfindungsgemaBen 3D- 
BLP; 

Fig. 7 ist ein Querschnitt, der Schlusselteile eines oberen 
und eines unteren Teils einer Spanneinrichtung zum Herstel- 55 
len eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen ultrahoher 
Dichte gemaB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung zeigt; 

Fig. 8 ist eine Gesamtdraufsicht des unteren Spannteils in 
Fig. 7; 60 

Fig. 9 ist eine Schnittansicht, die einen BLP-Stapel inte- 
grierter Schaltungen ultrahoher Dichte gemaB einem ersten 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt (Sta- 
pel aus einem Standard-BLP und einem 3D-BLP); 

Fig. 10 ist eine Schnittansicht, die einen Standard-BLP 65 
und einen 3D-BLP zeigt, die auf die zum Stapeln bereite 
Spanneinrichtung von Fig. 7 aufgesetzt sind; 

Fig. 11 ist eine Schnittansicht, die einen BLP-Stapel inte- 


grierter Schaltungen uffl^Rier Dichte gemaB Fig. 9 zeigt, 
der an einem Motherboard angebracht ist; 

Fig. 12 ist eine Schnittansicht, die einen fertiggestellten 
3D-BLP-Stapel integrierter Schaltungen ultrahoher Dichte 
gemaB einem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung zeigt (Stapelung zweier 3D-BLPs); 

Fig. 13 ist eine Schnittansicht, die 3D-BLPs zeigt, die auf 
die zum Stapeln aufgesetzte Spanneinrichtung von Fig. 7 
aufgesetzt sind; 

Fig. 14 ist eine Schnittansicht, die ein zweites Ausfuh- 
rungsbeispiel eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen 
ultrahoher Dichte zeigt, der auf einem Motherboard ange- 
bracht ist; 

Fig. 15 ist eine Schnittansicht, die eine modifizierte Ver- 
sion eines zweiten Ausfuhrungsbeispiels eines BLP-Stapels 
integrierter Schaltungen ultrahoher Dichte zeigt; 

Fig. 16A ist eine Schnittansicht eines zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiels eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen 
ultrahoher Dichte, wobei ein Beispiel einer Kapazitatser- 
weiterung dargestellt ist; 

Fig. 16B ist eine Schnittansicht, die den in Fig. 16A dar- 
gestellten BLP-Stapel auf einem Motherboard montiert 
zeigt; 

Fig. 16C ist eine Schnittansicht, die den in Fig. 16A dar- 
gestellten BLP-Stapel zeigt, der in anderer Form auf einem 
Motherboard montiert ist; 

Fig. 17 ist eine Schnittansicht, die ein anderes Ausfuh- 
rungsbeispiel einer Spanneinrichtung zum Herstellen eines 
BLP-Stapels integrierter Schaltungen ultrahoher Dichte ge- 
maB einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
zeigt; 

Fig. 18 ist eine Schnittansicht, die 3D-BLPs zeigt, die auf 
die Spanneinrichtung von Fig. 17 aufgesetzt sind; 

Fig. 19 ist eine Schnittansicht, die ein drittes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen 
ultrahoher Dichte gemaB der Erfindung zeigt (Stapelung des 
bereits hergestellten Stapels aus einem Standard-BLP und 
einem 3D-BLP); 

Fig. 20 ist eine Schnittansicht, die den in Fig. 19 darge- 
stellten BLP-Stapel zeigt, der auf einem Motherboard mon- 
tiert ist; 

Fig. 21 ist eine Vorderansicht, die ein viertes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen 
ultrahoher Dichte gemaB der Erfindung zeigt (Stapelung un- 
ter Verwendung von Abstandshaltern); 

Fig. 22 ist eine perspektivische Ansicht einer Lottauch- 
einrichtung, die bei der Herstellung des vierten Ausfuh- 
rungsbeispiels eines BLP-Stapels integrierter Schaltungen 
ultrahoher Dichte gemaB der Erfindung anwendbar ist; 

Fig. 23A-23H sind Vorderansichten zum Veranschauli- 
chen der Schritte eines Herstellprozesses fur das genannte 
vierte Ausfuhrungsbeispiel, wobei 

Fig. 23 A eine Vorderansicht ist, die punktweise auf den 
3D-BLP aufgesetzte Abstandshalter zeigt; 

Fig. 23B eine Vorderansicht ist, die einen auf den 3D- 
BLP rnontierten Standard-BLP zeigt; 

Fig. 23 C eine Vorderansicht ist, die den 3D-BLP und den 
darauf rnontierten Standard-BLP zeigt, die durch eine 
Spanneinrichtung aufeinander geklemmt sind; 

Fig. 23D eine Vorderansicht ist, die einen BLP zeigt, der 
zur Verlotung auf einer Seite bereit ist; 

Fig. 23E eine Vorderansicht ist, die einen BLP zeigt, des- 
sen Zuleitungen auf einer Seite in Lot eingetaucht werden; 

Fig. 23F eine Vorderansicht ist, die einen BLP zeigt, der 
durch die Spanneinrichtung festgeklemmt ist und gedreht 
und in Schwingung versetzt wird, um die Zuleitungen auf 
seiner anderen Seite in Lot einzutauchen; 

Fig. 23G eine Vorderansicht ist, die einen BLP zeigt, 
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wahrend die Zuleitungen auf seinel^^^ren Seite in Lot ein- 
getaucht sind; 

Fig. 23H eine Schnittansicht ist, die einen fertiggestellten 
BLP-Stapel gemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel zeigt; 
und 5 

Fig. 24 ist eine Vorderansicht des BLP-Stapels des vierten 
Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung der auf einem Mother- 
board montiert ist 

Nun wird im Einzelnen auf die bevorzugten Ausfiih- 
rungsformen der Erfindung Bezug genommen, zu denen in 10 
den beigefiigten Zeichnungen Beispiele dargestellt sind. Die 
Schritte des Stapelungsprozesses eines BLP-Stapels gemaB 
einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wer- 
den unter Bezugnahrne auf die Fig. 6A-11 erlautert. Die 
Fig. 6 A und 6B sind Schnittansichten eines Standard-BLP 15 
und eines 3D-BLP, wie sie jeweils bei der Erfindung ange- 
wandt werden, und Fig. 9 ist eine Schnittansicht, die einen 
BLP-Stapel integrierter Schaltungen ultrahoher Dichte (im 
Folgenden der Kurze halber einfach als BLP-Stapel be- 
zeichnet) gemaB einem ersten bevorzugten Ausfuhrungsbei- 20 
spiel der Erfindung zeigt (Stapelung eines Standard-BLP 
und eines 3D-BLP). 

GemaB den Fig. 6A, 6B und 9 beinhaltet ein BLP-Stapel 
gemaB dem ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung einen 3D-BLP 10 mit auBeren Spannungsanschluss- 25 
leitungen 11, die an ihrem Anfang jeweils durch den Boden 
desselben ins Freie treten und sich in umgebogener Weise so 
ers tree ken, dass sie die Unterseite, eine Seitenflache und ei- 
nen Teil der Oberseite desselben umgeben, und einen Stan- 
dard-BLP 20, der so auf den 3D-BLP 10 aufgestapelt ist, 30 
dass untere Zuleitungen 21 des Standard-BLP 20 elektrisch 
mit unteren Zuleitungsabschnitten 111 verbunden sind, die 
an der Unterseite des 3D-BLP 10 freiliegen. Jede der auBe- 
ren Spannungsanschlussleitungen 11 am 3D-BLP 10 bein- 
haltet einen unteren Zuleitungsabschnitt 111 an der Unter- 35 
seite eines Bausteinkorpers 12, einen seitlichen Zuleitungs- 
abschnitt 113 an einer Seite des Korpers, der sich ausgehend 
vom unteren Zuleitungsabschnitt 111 erstreckt, und einen 
oberen Zuleitungsabschnitt 112 an einem Teil der Oberseite 
des Korpers, der sich ausgehend vom seitlichen Zuleitungs- 40 
abschnitt 113 erstreckt. Die auBeren Spannungsanschlusslei- 
tungen 21 am Standard-BLP 20 liegen nur an der Unterseite 
des Bausteinkorpers frei, und sie werden als "untere Zulei- 
tungen" bezeichnet. 

Nun werden Schritte des Herstellprozesses fur den obigen 45 
BLP-Stapel gemaB einem ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung unter Bezugnahrne auf die Fig. 7-10 
erlautert. Fig. 7 ist eine Schnittansicht, die Senilis selteile ei- 
nes oberen und unteren Teils einer Spanneinrichtung zur 
Herstellung eines BLP-Stapels gemaB einem bevorzugten 50 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt, Fig. 8 ist eine Ge- 
samtansicht des unteren Spann teils in Fig. 7, und Fig. 10 ist 
eine Schnittansicht, die 3D-BLPs zeigt, die auf die in Fig. 7 
dargestellte, zur Stapelung bereite Spanneinrichtung 100 
aufgesetzt sind. 55 

GemaB den Fig. 7-10 beginnt der Herstellprozess fur den 
BLP-Stapel gemaB dem ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung damit, dass ein Standard-BLP 20 so 
auf eine Tasche 102 im unteren Spannteil 101 in Fig. 7 auf- 
gesetzt wird, dass die unteren Zuleitungen 21 nach oben zei- 60 
gen, und der BLP durch Unterdruck zum unteren Spannteil 
gezogen wird, um ihn dort festzuhalten. Dann wird ein 3D- 
BLP 10 auf den Standard-BLP 20 aufgesetzt und so zu die- 
sem ausgerichtet, dass die unteren Zuleitungen 21 am Stan- 
dard-BLP 20 und die unteren Zuleitungsabschnitte 111 des 65 
3D-BLP 10 in Kontakt gebracht sind. Der 3D-BLP 10 wird 
durch das obere Spannteil 103 nach unten gedruckt, um ihn 
an seiner Position zu halten, und ein Laserstrahl (nicht dar- 


mt 


gestellt) wird auf die fl^PR zwischen den unteren Zulei- 
tungen 21 des Standard-BLP 20 und den unteren Zulei- 
tungsabschnitten 111 des 3D-BLP 10 gebracht, um diese in 
Kontakt stehenden Teile miteinander zu verschweiBen. So 
sind bei Fertigstellung des BLP-Stapels aus dem 3D-BLP 10 
und dem Standard-BLP 20 die Halbleiterchips 7 dieser 
BLPs elektrisch miteinander verbunden und die Speicherka- 
pazitat ist erweitert. 

Wie es in Fig. 11 dargestellt ist, kann der BLP-Stapel 1 
des ersten Ausfuhrungsbeispiels auf einem Motherboard 
200 montiert werden. In diesem Fall konnen der 3D-BLP 10 
und der Standard-BLP 20 so aufgestapelt werden, dass die 
oberen Zuleitungsabschnitte 112 des 3D-BLP 10 und die un- 
teren Zuleitungen 21 des Standard-BLP 20 miteinander ver- 
schweiBt werden. Auch konnen die Zuleitungen 11 am 3D- 
BLP 10 und die Zuleitungen 21 am Standard-BLP 20 durch 
Lot oder einen leitenden Film mechanisch und elektrisch 
miteinander verbunden werden. 

Fig. 12 ist eine Schnittansicht, die einen fertiggestellten 
3D-BLP-Stapel gemaB einem zweiten bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung zeigt (Aufstapeln zweier 3D- 
BLPs); Fig. 13 ist ein Querschnitt, der 3D-BLPs zeigt, die 
auf die zum Stapeln bereite Spanneinrichtung von Fig. 7 
aufgesetzt sind, und Fig. 14 ist eine Schnittansicht, die ein 
zweites Ausfuhrungsbeispiel eines BLP-Stapels des zweiten 
Ausfuhrungsbeispiels zeigt, der auf einem Motherboard 
montiert ist. 

GemaB Fig. 12 beinhaltet der 3D-BLP-Stapel 2 gemaB 
dem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung mindestens zwei aufeinanderfolgend aufgestapelte 
3D-BLPs 10, von denen jeder auBere Spannungsanschluss- 
leitungen 11 aufweist, die an ihrem Anfang jeweils durch 
den Boden derselben hindurchtreten und sich gebogen so er- 
strecken, dass sie die Unterseite, eine Seitenflache und einen 
Teil der Oberseite derselben umgeben, wobei die Halbleiter- 
chips 7 im oberen und unteren 3D-BLP 10 uber jeweilige 
Zuleitungen 11 verbunden sind. 

Nun werden die Schritte des Herstellprozesses fur den 
obigen BLP-Stapel gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung erlautert. 

GemaB Fig. 13 beginnt der Herstellprozess mit dem An- 
ordnen eines fertiggestellten 3D-BLP 10 in einer Tasche 102 
im in Fig. 7 dargestellten unteren Spannteil 101, wobei die- 
ser BLP durch Unterdruck an das untere Spannteil gezogen 
wird, um ihn dort festzuhalten. Der Unterdruck in der Ta- 
sche 102 wird mittels einer Vakuumleitung (nicht darge- 
stellt) erzeugt, die mit dem Boden der Tasche verbunden ist. 
Nachdem der 3D-BLP 10 durch Unterdruck festgehalten 
wurde, wird ein weiterer 3D- BLP 10 auf diesen aufgesetzt. 
In diesem Fall sind die aufgestapelten 3D-BLPs 10 so aus- 
gerichtet, dass die oberen Zuleitungsabschnitte 112, die an 
der Oberseite des Korpers des unteren 3D-BLP 10 freilie- 
gen, und die unteren Zuleitungsabschnitte 111 des oberen 
3D-BLP 10 zueinanderpassen. Dann wird, wie es in Fig. 13 
dargestellt ist, der obere 3D-BLP 10 durch das obere Spann- 
teil 103 nach unten gedruckt, um ihn positioniert zu halten, 
und ein Laserstrahl (nicht dargestellt) wird auf die Grenze 
zwischen den Zuleitungen 11 der 3D-BLP 10 gerichtet, um 
diese miteinander zu verschweiBen. So verfugt der BLP- 
Stapel aus den 3D-BLPs 10 bei seiner Fertigstellung uber 
Halbleiterchips 7 in den beiden BLPs, die elektrisch mitein- 
ander verbunden sind, so dass die Speicherkapazitat erwei- 
tert ist. Wie es in Fig. 14 dargestellt ist, kann der so herge- 
stellte BLP-Stapel gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung auf einem Motherboard 200 montiert werden. 

Fig. 15 ist eine Schnittansicht, die eine modifizierte Ver- 
sion des zweiten Ausfuhrungsbeispiels eines 3D-BLP-Sta- 
pels zeigt, wobei die zwei 3D-BLPs 10 anders als beim vor- 


DE 199 20 445 A 1 


stehenden zweiten Ausfuhrungsbe^pR. so aufeinanderge- 
stapelt sind, dass, angesichts der Form der Zuleitungen 11, 
die Seiten der Zuleitungen 11 mit den oberen Zuleitungsab- 
schnitten 112 einander zugewandt und in Kontakt miteinan- 
der gebracht sind, wobei die zwei 3D-BLPs 10 so aufgesta- 5 
pelt sein konnen, dass die Seiten der Zuleitungen 11 mit den 
unteren Zuleitungsabschnitten 111 einander zugewandt und 
in Kontakt gebracht sind. 

Fig, 16A ist eine Schnittansicht des zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiels eines BLP-Stapeis mit Kapazitatserweite- 10 
rung, aus dem erkennbar ist, dass diese Kapazitatserweite- 
rung dadurch moglich ist, dass einfach die Anzahl aufgesta- 
pelter 3D-BLPs 10 erhoht wird. Die Anzahl aufgestapelter 
3D-BLPs 10 betragt vorzugsweise weniger als acht, bevor- 
zugter weniger als vier, um eine zu groBe Hohe zu vermei- 15 
den. Der BLP-Stapel gemaB Fig. 16A kann in der in Fig. 
16B oder der in Fig. 16C dargestellten Form montiert wer- 
den. 

Fig. 17 ist eine Schnittansicht eines anderen Ausfuh- 
rungsbeispiels einer Spanneinrichtung zum Herstellen eines 20 
BLP-Stapeis gemaB einem bevorzugten Ausfiihrungsbei- 
spiel der Erfindung, und Fig. 18 ist eine Schnittansicht, die 
3D-BLPs 10 zeigt, die auf die Spanneinrichtung 100a in Fig. 
17 aufgesetzt sind, wobei ein nach oben und unten verlau- 
fender Laserstrahl auf die Grenze zwischen den Zuleitungen 25 
11 der aufgestapelten BLPs gerichtet wird, die unter Ver- 
wendung der Spannteile 100a festgeklemmt werden, die von 
links und rechts statt von oben und unten wirken, um die Zu- 
leitungen 11 miteinander zu verschweiBen. Auf einer Seite 
der Spannteile 100a, die einander gegenuberstehend links 30 
und rechts angeordnet sind, existiert ein Fuhrungsloch 105 
zum Fuhren einer StoBeinrichtung 104, wenn diese vorge- 
schoben oder zuriickgezogen wird, um einen der auf die 
Spannteile gesetzten 3D-BLPs so zu verschieben, dass en- 
ger Kontakt mit dem anderen 3D-BLP 10 erreicht wird. 35 

Fig. 19 ist eine Schnittansicht, die ein drittes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines BLP-Stapeis gemaB der Erfindung zeigt 
(Stapelung des bereits erstellten Stapels aus einem Stan- 
dard-BLP und einem 3D-BLP). 

GemaB Fig. 19 beinhaltet der BLP-Stapel 3 des dritten 40 
Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung einen ersten BLP-Sta- 
pel und einen zweiten BLP-Stapel, der mit dem ersten iden- 
tisch ist und diesem so gegenubersteht, dass die unteren Zu- 
leitungsabschnitte 111 des 3D-BLP 10 im zweiten BLP-Sta- 
pel in Kontakt mit den unteren Zuleitungsabschnitten 111 45 
des 3D-BLP 10 im ersten BLP-Stapel gebracht sind, wobei 
der erste BLP-Stapel einen 3D-BLP 10 mit auBeren Span- 
nungsanschlussleitungen 11 aufweist, die an ihrem Anfang 
jeweils durch den Boden desselben treten und sich umgebo- 
gen so ers tree ken, dass sie die Unterseite, eine Seitenflache 50 
und einen Teil der Oberseite desselben umgeben, und wobei 
ein Standard-BLP 20 so auf den 3D-BLP 10 gestapelt ist, 
dass die unteren Zuleitungen 21 des ersteren elektrisch mit 
den oberen Zuleitungsabschnitten 111 verbunden sind, die 
an der Oberseite des Korpers des 3D-BLP 10 freiliegen. 55 

Nun werden Schritte des Herstellprozesses fur den vorste- 
henden BLP-Stapel gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung erlautert. 

Als Erstes wird der erste BLP-Stapel durch die folgenden 
Schritte hergestellt: (1) Positionieren eines 3D-BLP 10 in ei- 60 
ner Tasche 102 in einem unteren Spannteil 101; (2) Anzie- 
hen des BLP 10 an das untere Spannteil durch Unterdruck, 
um es dort festzuhalten; (3) Positionieren und Ausrichten 
des Standard-BLP auf der Oberseite des 3D-BLP in solcher 
Weise, dass die an der Oberseite des 3D-BLP 10 freiliegen- 65 
den oberen Zuleitungsabschnitte 112 und die unteren Zulei- 
tungen 21 am Standard-BLP 20 ubereinstimmen; und (4) 
Lenken eines Lasers trahls auf die Vorderenden der unteren 
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Zuleitungen 21 des StarSB^BLP 20, um die unteren Zulei- 
tungen 21 des Standard-BLP 20 und die unteren Zuleitungs- 
abschnitte 112 am 3D-BLP 10 zu verschweiBen. Dann wird 
ein zweiter BLP-Stapel durch Herstellschritte hergestellt, 
die den obigen Schritten (l)-(4) entsprechen, und so auf den 
ersten BLP-Stapel aufgesetzt, dass der 3D-BLP 10 im ersten 
BLP-Stapel und der 3D-BLP 10 im zweiten BLP-Stapel so 
miteinander in Kontakt gebracht sind, dass ihre jeweiligen 
unteren Zuleitungsabschnitte 111 einander zugewandt sind. 
Der erste und der zweite BLP-Stapel werden durch ein obe- 
res Spannteil 103, das die Stapel positioniert halt, herunter- 
gedriickt, und ein Laserstrahl wird auf die Grenze zwischen 
den unteren Zuleitungsabschnitten 111 der 3D-BLPs 10 im 
ersten und zweiten BLP-Stapel gerichtet, um die Zuleitun- 
gen 11 der 3D-BLPs 10 im ersten und zweiten BLP-Stapel 
zu verschweiBen, um dadurch den BLP-Stapel 3 gemaB dem 
dritten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung fertigzustellen. 
Der BLP-Stapel 3 gemaB dem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung kann mit der in Fig. 20 dargestellten Form auf 
ein Motherboard 200 montiert werden. 

Fig. 21 ist eine Vorderansicht, die ein viertes Ausfuh- 
rungsbeispiel eines BLP-Stapeis gemaB der Erfindung zeigt, 
Fig. 22 ist eine perspektivische Ansicht einer Lottauchein- 
richtung, die bei der Herstellung des BLP-Stapeis des vier- 
ten Ausfuhrungsbeispiels anwendbar ist; und Fig. 23A-23H 
sind Vorderansichten zum Veranschaulichen von Schritten 
des Herstellprozesses fur den BLP-Stapel gemaB dem vier- 
ten Ausfuhrungsbeispiel. 

GemaB Fig. 21 umfasst der BLP-Stapel 4 des vierten 
Ausfuhrungsbeispiels einen 3D-BLP 10 mit auBeren Span- 
nungsanschlussleitungen 11, die an ihrem Anfang jeweils 
durch den Boden desselben ins Freie treten und sich gebo- 
gen so erstrecken, dass sie die Unterseite, eine Seitenflache 
und einen Teil der Oberseite desselben umgeben, wobei ein 
Standard-BLP 20 so auf die unteren Zuleitungsabschnitte 
111 am 3D-BLP 10 aufgesetzt ist, dass die unteren Zuleitun- 
gen 21 elektrisch in Kontakt mit den oberen Zuleitungsab- 
schnitten 112 des 3D-BLP 10 gebracht sind, die an der Ober- 
seite des Korpers derselben freiliegen, und wobei Ab stands- 
halter 70 zwischen den 3D-BLP 10 und den Standard-BLP 
20 eingesetzt sind, damit diese voneinander beabstandet 
sind. Die Abstandshalter 70 konnen aus Kleber bestehen, 
der sowohl am 3D-BLP 10 als auch am Standard-BLP 20 
anhaftet. Die unteren Zuleitungsabschnitte 111 des 3D-BLP 
10 sowie die unteren Zuleitungen 21 am Standard-BLP 20 
sind so konzipiert, dass sie durch Eintauchen in Lot 71 mit- 
einander verbunden werden. 

Nun werden Schritte des Herstellprozesses fur den BLP- 
Stapel 4 gemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel erlautert. 

Der Herstellprozess fur den BLP-Stapel 4 gemaB dem 
vierten Ausfuhrungsbeispiel beginnt mit dem Bereitstellen 
eines Standard-BLP 20 und eines 3D-BLP 10 sowie einer 
Lottaucheinrichtung 8, wie sie in Fig. 22 dargestellt ist. Wie 
es in Fig. 23A dargestellt ist, werden Abstandshalter 70 
punktfbrmig auf der Unterseite des Korpers des 3D-BLP 10 
angebracht, wobei die oberen Zuleitungsabschnitte 112 des 
3D-BLP 10 nach unten zeigen. GemaB Fig. 23B wird der 
Standard-BLP 20 auf dem 3D-BLP 10 montiert, der die 
punktfbrmigen Abstandshalter 70 tragt. GemaB Fig. 23C 
werden der Standard-BLP 20 und der 3D-BLP 10 gleichzei- 
tig durch eine Spanneinrichtung 9 festgeklemmt. Der Stan- 
dard-BLP 20 und der 3D-BLP 10 werden im geklemmten 
Zu stand durch die Spanneinrichtung 9 uber die Lottauchein- 
richtung 8 gebracht, damit die Vorderenden sowohl der un- 
teren Zuleitungsabschnitte 111 an einer Seite des 3D-BLP 
10 als auch die unteren Zuleitungen 21 an einer Seite des 
Standard-BLP 20 in Lot 71 getaucht werden, das uber eine 
Lotzufuhrspitze 81 in die Lottaucheinrichtung 8 gegeben 
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wird, wie es in Fig. 23D dargesteMBf urn die unteren Zu- 
leitungsabschnitte 111 an einer Seite des 3D-BLP 10 und die 
gegenuberstehenden unteren Zuleitungen 21 an einer Seite 
des Standard-BLP 20 zu verloten und elektrisch zu verbin- 
den. Der durch die Abstandshalter 70 geschafifene Abstand 5 
zwischen dem Standard-BLP 20 und dem 3D-BLP 10 sorgt 
fur einfache Stromung von Lot in den Zwischenraum, was 
die Verbindungszuverlassigkeit zwischen den Bausteinen 
verbessert. Uberschiissiges Lot 71, wie es uber die Lotzu- 
fuhrspitze 81 im Zentrum der lottaucheinrichtung 8 einge- 10 
spult wird, wird nach dem Gebrauch beim Lotvorgang fiir 
emeute Umwalzung in einen Vorratsbehalter ruckgefuhrt. 
Bei Abschluss des Lottauchvorgangs hinsichtlich der Zulei- 
tungen 11 an einer Seite des Bausteinestapels wird die 
Spanneinrichtung 9 gedreht, wahrend bei der Verstellung, 15 
um die entgegengesetzten Zuleitungen in die Tauchposition 
zu bringen, eine Schwingung angeregt wird, wie in Fig. 23F 
dargestellt, um die Menge des an den Zuleitungen 11 des 
Bausteinestapels anhaftenden Lots konstant zu halten und 
fiir eine groBe Ausbreitung des Lots im Zwischenraum zwi- 20 
schen den Bausteinen zu sorgen, wofur eine Schwingungs- 
vorrichtung mit einem Schwingungsmotor (nicht darge- 
stellt) vorhanden ist. Wenn die Spanneinrichtung 9 die 
Schwingung und eine Drehung um 180° beendet hat, wer- 
den die Vorderenden sowohl der unteren Zuleitungsab- 25 
schnitte 111 an der anderen Seite des 3D-BLP 10 als auch 
der unteren Zuleitungen 21 an der anderen Seite des Stan- 
dard-BLP 20 in das Lot 21 getaucht, das durch die Lotzu- 
fuhrspitze 81 in der Lottaucheinrichtung 8 ausgegeben wird, 
wie es in Fig. 23G dargestellt ist, um die unteren Zuleitungs- 30 
abschnitte 111 an der anderen Seite des 3D-BLP 10 und die 
gegenuberstehenden unteren Zuleitungen 21 an der anderen 
Seite des Standard-BLP 20 zu verloten und elektrisch zu 
verbinden. Der so fertiggestellte 3D-BLP-Stapel 4 (in Fig. 
23H dargestellt) verfugt uber vergrbBerte Speicherkapazitat 35 
und kann in der in Fig. 24 dargestellten Form an einem Mot- 
herboard 200 montiert werden. 

Der erlauterte erfindungsgemaBe BLP-Stapel kann bei 
kurzesten Signalpfaden, was schnelle Funktion ermoglicht, 
hohe Dichte aufweisen. Der Herstellprozess fur diesen BLP- 40 
Stapel ist einfach, schnell und zuverlassig. DemgemaB kann 
der Bausteinestapel mit geringen Kosten innerhalb kurzer 
Zeit bei verringertem TAT-Effekt und verbesserter Produkti- 
vitat hergestellt werden. 

45 

Patentanspruche 

1. BLP-Stapel (1, 2, 3) integrierter Schaltungen ultra- 
hoher Dichte, gekennzeichnet durch: 

- einen ersten Baustein (10) mit auBeren Span- 50 
nungsanschlussleitungen (11), die an ihrem An- 
fang jeweils durch den Boden desselben ins Freie 
treten und sich uber eine Seitenflache zur Ober- 
seite erstrecken, mit unteren Zuleitungsabschnit- 
ten (111) an der Unterseite, seitlichen Zuleitungs- 55 
abschnitten (113) an der Seitenflache und oberen 
Zuleitungsabschnitten (112) an der Oberseite; und 

- einen zweiten Baustein (20) mit auBeren Span- 
nungsanschlussleitungen (21), die an ihrem An- 
fang durch den Boden desselben ins Freie treten 60 
und mit den auBeren Spannungsanschlussleitun- 
gen des ersten Bausteins in Kontakt gebracht sind, 
um mit diesen elektrisch verbunden zu sein. 

2. BLP-Stapel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die auBeren Spannungsanschlussleitun- 65 
gen (21) am zweiten Baustein (20) wahlweise entweder 
mit den oberen Zuleitungsabschnitten (112) oder den 
unteren Zuleitungsabschnitten (111) des ersten Bau- 
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steins (10) verbunSWKnd. 

3. BLP-Stapel nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die auBeren Span- 
nungsanschiussleitungen (21) am zweiten Baustein 
(20), die an ihrem Anfang durch dessen Boden ins 
Freie treten, sich ahnlich wie die auBeren Spannungs- 
anschlussleitungen (11) am ersten Baustein (10) uber 
eine Seitenflache des Korpers zur Oberseite erstrecken. 

4. BLP-Stapel nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die oberen Zuleitungsabschnitte des 
zweiten Bausteins (20) in Kontakt mit den oberen Zu- 
leitungsabschnitten (112) des ersten Bausteins (10) ge- 
bracht sind, um elektrisch mit diesen verbunden zu 
sein. 

5. BLP-Stapel nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die oberen Zuleitungsabschnitte des 
zweiten Bausteins (20) in Kontakt mit den unteren Zu- 
leitungsabschnitten (111) des ersten Bausteins (10) ge- 
bracht sind, um mit diesen elektrisch verbunden zu 
sein. 

6. BLP-Stapel nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen den 
Korpem des ersten Bausteins (10) und des zweiten 
Bausteins (20) Abstandshalter (70) befinden, um die 
Korper voneinander zu beabstanden. 

7. BLP-Stapel nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter und ein 
vierter Baustein auf den ersten Baustein gestapelt sind, 
wobei der dritte Baustein uber auBere Spannungsan- 
schlussleitungen verfugt, die an ihrem Anfang durch 
den Boden desselben ins Freie treten und sich uber eine 
Seitenflache des Korpers zur Oberseite erstrecken, und 
der vierte Baustein uber auBere Spannungsanschluss- 
leitungen verfugt, die sich an ihrem Anfang durch den 
Boden desselben ins Freie erstrecken und mit den au- 
Beren Spannungsanschlussleitungen am dritten Bau- 
stein in Kontakt gebracht sind, um mit diesen elektrisch 
verbunden zu sein. 

8. BLP-Stapel nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die auBeren Span- 
nungsanschlussleitungen (11, 21) am ersten und zwei- 
ten Baustein (10, 20) durch Lot oder einen leitenden 
Film elektrisch miteinander verbunden sind. 

9. BLP-Stapel nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die auBeren Spannungsan- 
schlussleitungen (11, 21) am ersten und zweiten Bau- 
stein (10, 20) durch einen Laserstrahl verschweiBt wur- 
den, um elektrisch miteinander verbunden zu sein. 

10. Verfahren zum Herstellen eines BLP-Stapels inte- 
grierter Schaltungen ultrahoher Dichte, gekennzeich- 
net durch die folgenden Schritte: 

(1) Positionieren eines zweiten Bausteins (20) 
mit auBeren Spannungsanschlussleitungen (21), 
die an ihrem Anfang durch die Bodenflache des 
Korpers ins Freie treten, in einer Tasche eines un- 
teren Stapelspannteils in solcher Weise, dass die 
Zuleitungen nach oben zeigen; 

(2) Anziehen dieses zweiten Bausteins in der Ta- 
sche im unteren Stapelspannteil durch Unter- 
druck; 

(3) Positionieren eines ersten Bausteins (20) auf 
der Oberseite des zweiten Bausteins in solcher 
Weise, dass auBere Spannungsanschlussleitungen 
(11) am ersten Baustein und untere Zuleitungsab- 
schnitte am zweiten Baustein in Kontakt mitein- 
ander gebracht sind, wobei die auBeren Span- 
nungsanschlussleitungen untere Zuleitungsab- 
schnitte, die an ihrem Anfang durch die Unterseite 
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des Korpers ins Freie tn^B^eitliche Zuleitungs- 
abschnitte an der Seitenflache des Korpers, die 
sich ausgehend von den unteren Zuleitungsab- 
schnitten erstrecken, und obere Zuleitungsab- 
schnitte an der Oberseite des Korpers aufweisen, 5 
die sich ausgehend von den seitlichen Zuieitungs- 
abschnitten erstrecken; 

(4) Herunterdriicken des ersten Bausteins mit ei- 
nem oberen Spannteil zum Festklemmen des er- 
sten Bausteins und des zweiten Bausteins; und 10 

(5) Lenken eines Lasers trahls auf die Grenze zwi- 
schen den unteren Zuleitungsabschnitten am er- 
sten Baustein und den auBeren Spannungsan- 
schlussleitungen am zweiten Baustein in Kontakt 
mit den unteren Zuleitungsabschnitten am ersten 15 
Baustein, um die auBeren Spannungsanschlusslei- 
tungen am zweiten Baustein und die Zuleitungen 
am ersten Baustein zu verschweiBen. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass statt des zweiten Bausteins der erste 20 
Baustein in der Tasche im unteren Stapelspannteil posi- 
tioniert wird und ein weiterer erster Baustein so auf die 
Oberseite des ersten Bausteins aufgesetzt wird, dass 
die auBeren Spannungsanschlussleitungen der zwei er- 
sten Bausteine in Kontakt gebracht sind, um diese zwei 25 
ersten Bausteine aufzustapeln. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, gekennzeichnet 
durch die folgenden Schritte: 

- punktweises Auftragen von Abstandshaltern 
auf die Unterseite des ersten Bausteins, wobei die 30 
unteren Zuleitungsabschnitte des ersten Bausteins 
nach oben zeigen; 

- Montieren des zweiten Bausteins auf dem er- 
sten Baustein mit den punktformig aufgetragenen 
Abstandshaltern; 35 

- Festklemmen des ersten und zweiten Bausteins 
durch eine Spanneinrichtung; 

- Erstellen des festgeklemmten ersten und zwei- 
ten Bausteins tiber eine lottaucheinrichtung 
durch Verstellen der Spanneinrichtung in solcher 40 
Weise, dass die Vorderenden sowohl der unteren 
Zuleitungsabschnitte an einer Seite des ersten 
Bausteins und die auBeren Spannungsanschluss- 
leitungen auf einer Seite des zweiten Bausteins in 
das Lot getaucht werden, das uber eine Lotzufuhr- 45 
spitze in der Lottaucheinrichtung ausgegeben 
wird, um die unteren Zuleitungsabschnitte auf ei- 
ner Seite des ersten Gehausebausteins und die ge- 
geniiberstehenden auBeren Spannungsanschluss- 
leitungen auf einer Seite des zweiten Bausteins zu 50 
verloten und elektrisch zu verbinden; und 

- Umdrehen der Spanneinrichtung, wahrend sie 
bei der Bewegung in Schwingung versetzt wird, 
die dazu dient, die Vorderenden sowohl der unte- 
ren Zuleitungsabschnitte auf der anderen Seite des 55 
geklemmten ersten Bausteins als auch die auBeren 
Spannungsanschlussleitungen auf der anderen 
Seite des zweiten Bausteins zum Eintauchen in 
das Lot zu bringen, das durch die Lotzufuhrspitze 

in der Lottaucheinrichtung ausgegeben wird, um 60 
die unteren Zuleitungsabschnitte an der anderen 
Seite des ersten Bausteins und die gegenuberste- 
henden Spannungsanschlussleitungen auf der an- 
deren Seite des zweiten Bausteins zu verloten und 
elektrisch miteinander zu verbinden. 65 
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